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Prosessihihna - Processband

(57) Tiivistelmi

Keksinndn kohteena on prosessihihna eri-
tyisesti rainan vedenpoistoa tai rainan
siirtoa varten. Prosessihihna kdsittdd
kantavan perusrakenteen (1) ja sen
pddlle sovitetun, rainaan koskettavan
pinnan (3) muodostavan kerroksen. Hihnan
toimivuuden parantamiseksi ja monipuoli-
stamiseksi rainaan koskettavan pinnan
(3) kontaktipinta-ala on yli 10 &%.
Rainaan koskettavan pinnan (3) muodos-
tavan kerroksen (2) keskimddrdinen
huokoskoko on olennaisesti alueella

80 - 0 mm. Kerros (2) voidaan tehdd
karkeudeltaan olennaisesti 3 dtex:d
olevasta hahtuvasta ja siihen lisdtystd

lisdaineesta.
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(57) Sammandrag

Uppfinningen avser ett processband spe-
ciellt f8r avvattning av en bana eller
f8r transport av en bana. Processbandet
omfattar en bdrande grundstruktur (1)
och ett p3d denna anordnat skikt med en
yta (3), som berbr banan. F6r att for-
bdttra bandets funktion och gdra den
mangsidigare utgdr kontaktytan &ver

10% av ytan (3}, som ber8r banan. Skik-
tet (2), som utgdr den bandberdrande
ytan (3) har en porstorlek visentligen
inom omrddet 80 - 0 um. Skiktet {(2) kan
gdras av fiber med vidsentligen 3 dtex
grovlek jdmte ddrtill tillsatta binde-
medel.

o2

0




10

15

20

25

30

1 79371

Prosessihihna

Keksinnén kohteena on prosessihihna erityisesti
rainan vedenpoistoa tai rainan siirtoa varten, joka prosessi-
hihna k#sitti#i kantavan perusrakenteen ja sen pédlle sovi-
tetun, rainan koskettavan pinnan muodostavan kerroksen.

Tillaiset prosessihihnat ovat nyky&ddn hyvin tun-
nettuja paperiteollisuuden yhteydessd. Prosessihihnoja
kdytetdsn esimerkiksi tavanomaisina puristinhuopina poistet-
taessa vettd rainasta puristamalla.

Prosessihihnoja on valmistettu hyvin monenlaisina
toteutuksina. Yksist#ddn puristinhuopia on markkinoilla erit-
tdin monia tyyppejd ja niiden variaatioita.

Aiemmin k&dytettyjen huopien epdkohtana on ollut se,
etti niiden vedenpoistokyky ei ole ollut paras mahdollinen.
Lisidksi huonona puolena on ollut pinnan liian suuri karkeus,
jolloin raina j3d sileydelt&&n huonoksi puristuksen jdlkeen.
Em. epidkohdat johtuvat mm. siit&, ettd huopien kontaktipinta-
alat eli ts. pinnat, joilla huopa koskettaa rainaan, ovat
olleet liian pienet. Nykyisin kdyt&ss&d olevien huopien
kontaktipinta-alat ovat olleet alle 10 %. Lisdksi tunnettujen
huopien ja ennenkaikkea niiden pintojen huokoskoot ovat ol-
leet suhteellisen suuria. Koko huopien huokoskoot tunnetuis-
sa huovissa ovat rajoissa 50 - 200 pm. Keksim&&drdiset huo-
koskoot tunnetuissa huovissa ovat puolestaan noin 100 -

150 jam.

Keksinndn tarkoituksena on saada aikaan prosessi-
hihna, jonka avulla aiemmin tunnettujen ratkaisujen epéa-
kohdat pystyt#in eliminoimaan. T&h&n on pddsty keksinndn
mukaisen prosessihihnan avulla, joka on tunnettu siitd,
ettd rainaan koskettavan pinnan kontaktipinta-ala (FOGRA-
KAM -arvo % puristuspaineella 2,5 MPa) on yli 10% ja ettd
rainaan koskettavan pinnan muodostavan kerroksen keskimdd-

rdinen huokoskoko on olennaisesti alueella 80 - 0 pm.
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Koska keksinndn mukaisella prosessihihnalla on mm. suuri
kosketuspinta-ala niin tavanomaisena puristinhuopana kay-
tettynd keksinndn mukainen prosessihihna antaa korkean
kuiva-aineen. Sekd tavanomaisena puristinhuopana etta
yksinomaisena siirtohuopana kdytettyna keksinnén mukainen
prosessihihna antaa paperille my®s hyvdn sileyden. Suuren
kontaktipinta-alansa ansiosta keksinndn mukainen prosessi-
hihn toimii hyvin siirtohuopana, koska raina kiinnittyy
hyvin huopaan. Rainan tarttuvuutta huopaan voidaan sdddelld
edullisella tavalla kulloisenkin kdyttdtilanteen mukaan.
Prosessihihnan pinnan pienen huokoskoon ansiosta ei tapahdu
jdlleenkostumista, vaikka raina saattaa olla pitkdaikai-
sessakin kontaktissa huovan kanssa silloin kun huopaa
kdytetddn puristimessa yksinomaisesti rainan siirtotarkoi-
tuksiin.

Keksintdid ryhdytdidn seuraavassa selvittdmddn tar-
kemmin oheisessa piirustuksessa esitetyn keksinndn erdan
edullisen suoritusmuodon avulla, jolloin piirustuksen
kuvio esittdi keksinndén mukaista prosessihihnaa periatte-
ellisena poikkileikkauskuvantona.

Kuvion esimerkissd on esitetty erds prossesihihnan
rakenneratkaisu silloin, kun prosessihihnaa kdytetdédn
tavanomaisena puristinhuopana eli huopana, joka osallistuu
vedenpoistoon puristimella ottamalla vettd vastaan rainasta.
Rainasta tapahtuvan vedenpoiston periaate ja toteutukset
ovat alan ammattimiehelle sini#nsd tunnettua tekniikkaa,
joten ko. seikkoja ei tdssd yhteydessa selvitetd tarkemmin.

Kuvion esimerkissi on viitenumeron 1 avulla merkit-
ty puristushuovan perusrakenne, ts. peruskudos, joka muo-
dostaa huovan kantavan rakenteen. Rainaan koskettavan pin-
nan muodostava kerros on merkitty kuvioon viitenumeron 2
avulla. Rainaan koskettava pinta on puolestaan merkitty
numerolla 3. Kerroksen 2 alapuolella on kuvion esimerkissa

toinen kerros 4. Kerros 2 on muodostettu lkarkeudeltaan hie-

nosta hahtuvasta, ts. alle 6 dtex:d olevasta hahtuvasta ja

kerros 4 puolestaan karkeudeltaan olennaisesti n. 15 dtex:a.
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Kuvion esimerkissi on viitenumeron 5 avulla lisdksi mer-
kitty tavanomainen nurjan puolen hahtuvakerros.
Keksinndn mukaisesti rainaan koskettavan pinnan 3

kontaktipinta-ala on yli 10 %. Rainaan koskettavan pinnan
3 muodostavan kerroksen 2 keskimddrdinen huokoskoko on
puolestaan olennaisesti alueella 80 - 0 jm. Kuvion esimer-
kissid on lisdksi rainaan koskettavan pinnan 3 muodostavan
kerroksen paksuus suuruudeltaan noin 0,5 mm.

Koska huovan pinnan hahtuva on karkeudeltaan n.

3 dtex:3 niin raakahuovalle on saatu jo mahdollisimman
pieni huokoskoko ja mahdollisimman suuri kontaktipinta.
Kontaktipintaa on lisdksi kasvutettu ja huokoskokoa lasket-
tu hahtuvamateriaaliin lis3dtyn lis&daineen avulla. Kerroksen
4 huokoskokoa voidaan my®s pienentdd lisdaineen avulla.

Kuviona 1 esimerkissid on siis l&hdetty tavanomai-
sella neulausmenetelmilli valmistetusta raakahuovasta.
Kosketuspintaa ja huokoisuuttaa voidaan sddtdd jo raaka-
huopavaiheessa kdytt&m#lld erilaisia hahtuvahienouksia ja
erilaisia hahtuvien kerrostuksia sekd erilaisia kudostyyp-
pejd perusrakenteessa. Kerroksen 2 paksuutta sddtelemdlla
voidaan myds s#ddelld valmiin huovan ominaisuuksia. Huovan
pinnan muodostava kerros 2 voi n&in ollen runsaimmassa
tapauksessa ulottua jopa huovan l&dpi. Tdllainen sovellutus-
muoto on edullinen varsinkin silloin kun huopaa k&dytetddn
vain rainan siirtohuopana.

Huovan ominaisuuksia voidaan sdddelld lisdksi edel-
leen erilaisten lisHaineiden avulla. Lis&daineilla tarkoite-
taan téssid yhteydess#i kaikkia aineita, jotka on tuotu huo-
paan tavanomaisen huovan valmistuksen aikana tai sen jdlkeen
huovan kontaktipinnan lisd#miseksi ja huokoskoon pienentda-
miseksi. Tdllaisia aineita ovat esimerkiksi valmistuksen
aikana hahtuvaan lisdtyt kuidut, joiden sulamispiste on
alhaisempi kuin varsinaisen hahtuvan kuitujen sulamispiste,
jolloin lisdtyt kuidut sulaavat huovan viimeistelyvaiheessa.
Termi lis#aine kisittdi mySs kumit,polyuretaanit, muut muovi-

materiaalit jne., joilla pystyt&d&n lisddmd&dn huovan
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kontaktipintaa ja pienentdmddn huokoskokoa. Em. termi
lisiaine kisittdd edelleen mySs erilaiset kemikaliot,
joiden avulla kontaktipintaa voidaan kasvattaa Jja huokos-
kokoa pienentdd.

Rainaan koskettavan pinnan muodostavaa kerrosta 2
ei mydsk#didn vilttdmdttd tarvitse muodostaa hahtuvakerrok-
sesta ja lisdaineesta, vaan kerros on mahdollista muodostaa
perusrakenteen 1 pddlle sovitetusta lisdainekerroksesta,
joka voi olla esim. muovimateriaalia tai jotain muuta edel-
143 mainittua lisdainemateriaalia.

Edelli esitettyjd suoritusesimerkkejd ei ole miten-
kisin tarkoitettu rajoittamaan keksintdd, vaan keksintda
voidaan muunnella patenttivaatimusten puitteissa monin
eri tavoin. Niin ollen on selvidd, ettad esimerkiksi keski-
midriisti huokoskokoa voidaan muunnella vapaasti kdyttoti-
lanteen mukaan. Keskimdidrdinen huokoskoko voi tavanomaisena
puristinhuopana olla esimerkiksi vidhintdin 80 - 60 jm,
mutta vaativimmissa tapauksissa em. arvo voi olla 60 - 20
pm. Siirtohuopatarkoituksissa keskimidrdinen huokoskoko
voi olla esim. vdhintdin 60 - 40 ro, mutta kohdevaatimuksi-
sta riippuen huokoskoko voi olla jopa 40 - 0 pn . Mikali
koko huovan huokoskoko on pienennetty, on sen huokoskoko
silloin keskim#ddrin alle 100 . Tavanomaisena puristin-
huopana koko huovan keskimidiriinen huokoskoko on 100 -

40 pm ja siirtohuopana 60 - 0 mm. Tekstissd mainittu
kontaktipinta-ala on mitattu FOGRA-kontaktisileysmittarilla
(FOGRA-KAM-arvo %) puristuspaineella 2,5 MPa. Huokoskoon
arvot on puolestaan saatu elohopeaporosimetrilld.

Keksintdi ei ole mydskddn rajoitettu sen suhteen
nilli menetelm#lli lisdaine on huopaan tuotu. Lisdaine
voidaan tuoda huopaan tuomalla se huovan hahtuvan mukana,
nostamalla telalla tai suihkuttamalla se nestemdisessd
muodossa, vaahdottamalla, laminoimalla jne. Keksinndn mu-
kaisen prosessihihnan kontaktipintaa voidaan myO&s lisata

mekaanisten menetelmien avulla tdysin vapaasti. Pintaa
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voidaan lisitd esim. kalanteroimalla, hiomalla jne. Kuten
edelld jo on todettu keksint&d ei ole rajattu tavanomaista
kudosta ja neulaustekniikkaa hyvdksikdyttdvdan ratkaisuun,
vaan prosessihihna voi olla mink&dlainen hihna tahansa.
Kuvien mukaista ratkaisua voidaan luonnollisesti myds
muunnella niin ettd kerros 4 jitetddn pois tai vaihto-
ehtoisesti kerroksen 4 tilalla on useita kerroksia. Mikd&dli
rainaan koskettavan pinnan muodostava kerros muodostetaan
suoraan perusrakenteen pddlle niin on selvaa ettd kerros
voidaan muodostaa milld tahansa menetelmdlld ja mistd

tahansa em. lisiaineesta tai niiden seoksista.
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Patenttivaatimukset:

1. Prosessihihna erityisesti rainan vedenpoistoa
tai rainan siirtoa varten, joka prosessihihna k&dsittdd
kantavan perusrakenteen (1) ja sen pddlle sovitetun, rai-
naan koskettavan pinnan (3) muodostavan kerroksen (2),
t unnettu siitd, ettd rainaan koskettavan pinnan
(3) kontaktipinta-ala (FOGRA-KAM -arvo % puristuspaineella
2,5 MPa) on yli 10% ja ettd rainaan koskettavan pinnan (3)
muodostavan kerroksen (2) keskimddrdinen huokoskoko on
olennaisesti alueella 80 - O pm.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen prosessihihna,
tunnettu siitd, ettd rainaan koskettavan pinnan
(3) muodostavan kerroksen (2) paksuus on n. 0,5 mm.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen prosessihihna,
tunnettu siitd, ettd rainaan koskettavan pinnan
(3) muodostava kerros (2) ulottuu prosessihihnan 1l&dpi.

4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen proses-
sihihna, tunnet t u siitd, ettd rainaan koskettavan
pinnan (3) muodostava kerros (2) on muodostettu karkeudel-
taan hienosta hahtuvasta ja siihen lisdtystd lisdaineesta.

5. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen proses-
sihihna, t un ne t t u siitd, ettd rainaan koskettavan
pinnan (3) muodostava kerros (2) on muodostettu perusra-
kenteen (1) pddlle sovitetusta lisdainekerroksesta.

6. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen prosessi-
hihna, t unne t t u siitd, ettd lisdaineessa on muovi-
materiaalia.

7. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen prosessi-
hihna, tunnet tu siitd, ettd lisdaineessa on kumi-
materiaalia.

8. Patenttivaatimuksen 4 mukainen prosessihihna,
tunnettu siitd, ettd lisdaineessa on kuituja, joi-
den sulamispiste on alempi kuin hahtuvan kuitujen sulamis-

piste.
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9., Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen prosessi-
hihna, t un ne t t u siitd, ettd lisdaineessa on kemi-
kaaleja, jotka lisHividt kontaktipintaa ja pienentdvét huo-

koskokoa.
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Patentkrav:

l. Processband speciellt for avvattning eller for-
flyttning av en bana, vilket processband omfattar en bi-
rande grundkonstruktion (1) och ett pd det anordnat skikt
(2), som utgdr ytan (3) som berdr banan, k & n n e-
t ecknat didrav, att kontaktytan av ytan (3) som be-
ror banan (FOGRA-KAM -vidrde % under ett presstryck av 2,5
MPa) &r Over 10% och att den genomsnittliga porstorleken
av skiktet (2) som utgdr ytan (3) som berdr banan ir vi-
sentligen inom omradet 80 - O pm.

2. Processband enligt patentkravet 1, k 8 nn e-
t ecknat ddrav, att tjockleken av skiktet (2) som
utgdr ytan (3) som berSr banan d4r ca 0,5 mm.

3. Processband enligt patentkravet 1, k & nn e-
t ecknat ddrav, att skiktet (2) som utgdr ytan (3)
som berdr banan strdcker sig genom processbandet.

4. Processband enligt patentkravet 1, 2 eller 3,
kdnnetecknat darav, att skiktet (2) som utgdr
ytan (3) som berdr banan dr bildat av till sin grovhet
fint fiberband och ddri tillsatt tillsattsmedel.

5. Processband enligt patentkravet 1, 2 eller 3,
kd@dnnetecknat dirav, att skiktet (2) som utgdr
ytan (3) som berdr banan dr bildat av ett skikt av till-
sattsmedel som &r anordnat ovanpa grundkonstruktionen (1).

6. Processband enligt patentkravet 4 eller 5,
kdnnetecknat ddrav, att tillsatsmedlet upp-
visar plastmaterial.

7. Processband enligt patentkravet 4 eller 5,

k @& nnetecknat ddrav, att tillsatsmedlet upp-
visar gummimaterial.

8. Processband enligt patentkravet 4, k & nn e-
t ecknat ddrav, att tillsattsmedlet uppvisar fibrer,
vilkas smdltpunkt dr ldgre &n smdltpunkten for fiber-

bandets fibrer.
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9. Processband enligt patentkravet 4 eller 5,

kinnetecknat dirav, att tillsatsmedlet upp-

visar kemikalier, vilka utdkar kontaktytan och minskar

porstorleken.
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